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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2015-2020年中国IC载板市场分析与投资前景研究报告》共五章。介绍

了IC载板行业相关概述、中国IC载板产业运行环境、分析了中国IC载板行业的现状、中国IC

载板行业竞争格局、对中国IC载板行业做了重点企业经营状况分析及中国IC载板产业发展前

景与投资预测。您若想对IC载板产业有个系统的了解或者想投资IC载板行业，本报告是您不

可或缺的重要工具。

    PCB行业可分硬板（Rigid PCB）、软板（FPCB）、载板（Substrate）三大类。IC载板行业

在2012和2013年两年连续下滑，根源在两方面：一是因为PC出货量下降，而CPU用载板是IC

载板的主要类型，是单价（ASP）最高的载板；二是韩国企业为压制日本和台湾IC载板厂家

的发展，大幅度降价，尤其是三星旗下的三星电机（SEMCO）大幅度降价近30%。这导

致2013年全球IC载板行业市场规模下跌10.3%，至75.68亿美元。不过苦尽甘来，预计2014

和2015年IC载板行业将迎来增长。 

    2014年增长的动力有几方面。首先是联发科的8核芯片MT6592采用FC-CSP封装，该芯片

在2013年10月推出，预计2014年出货量会大增。随着联发科进入28nm时代，联发科会全面采

用FC-CSP封装，接下来中国大陆的展讯也会采用。其次是LTE 4G网络开始兴建

，BASESTATION 芯片需要IC载板。 

    其三，是可穿戴设备（wearable devices）大量进入市场，这会刺激SiP模块封装，也需要IC载

板。其四是手机追求超薄，就需要芯片具备良好的散热，FC-CSP封装在散热和厚度方面优势

明显，未来手机的主要芯片都会是FC-CSP封装或SiP模块封装，包括电源管理和存储器。 

    其五，PC行业在2014年复苏。平板电脑在2014年高增长不再来，甚至会下滑，消费者意识

到平板电脑只能做玩具，完全无法和PC比性能，PC行业将复苏。最后三星电机（SEMCO）

不再杀价竞争，因为苹果下一代处理器A8确定会由台湾TSMC代工，而非三星电子代工。三

星电机（SEMCO）即便杀价，也不可能让台湾TSMC给予其订单。 

    预计2014年全球IC载板行业市场规模增长9.8%，2015年会加速增长，增幅达11.6%。 

    IC载板行业可以分为日韩台三大阵营。日本企业是IC载板的开创者，技术实力最强，掌握

利润最丰厚的CPU载板。韩国和台湾企业则依靠产业链配合，韩国拥有全球70%左右的内存

产能，三星一直为苹果代工处理器，三星也能够生产部分手机芯片。 

    台湾企业则在产业链上更强大，台湾拥有全球65%的晶圆代工产能，80%的手机高级芯片由

台湾TSMC或UMC代工，这些代工的利润率远高于传统电子产品的利润率，毛利率在50%以

上。以联发科的MT6592为例，代工由TSMC或UMC完成，封装由ASE和SPIL完成，载板由景



硕提供，测试由KYEC完成，这些厂家都在一个厂区内，效率极高。 

    大陆企业在产业链完全没有任何优势，缺乏晶圆代工厂家和封装厂家支持，落后台湾数年

乃至十几年。即便有海思和展讯这样出货量不低的大陆企业，台湾厂家仍然占据供应链的话

语权。 
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